
 

 1 SEMI E30.5-0302 (Reapproved 0308) 
  ©SEMI 2001, 2008 
注：SEMI による書面での了承なき場合は，本書の全部もしくは一部の転載を禁じる。 
©Semiconductor Equipment and Materials International  (http://www.semi.org/) 
©SEMI ジャパン 〒102－0074 東京都千代田区九段南 4－7－15 

 

SEMI E30.5-0302 (Reapproved 0308） 
計測装置の特定装置モデル 

 
免責事項：この SEMIスタンダードは，投票により作成された英語版が正式なものであり，日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成

したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます｡ 
 

本スタンダードは，global Information & Control Committee で技術的に承認されている。現版は 2007 年 12 月 20
日，global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2008 年 2 月に www.semi.org で，そして

2008 年 3 月に CD-ROM で入手可能となる。初版は 2001 年発行，前版は 2002 年に発行された。 
 

注 1: 本プロダクトの完全な仕様には SEMI E30 の一般的な要求事項が全部含まれる。 

1  目的 

1.1  本スタンダードでは計測装置（MSEM）のための特定装置モデル（SEM）を確立する。この MSEM は，こ

のクラスの装置に適用する装置特性および挙動で構成され，これらを SEMI E30 の基本要求条件および追加性

能に加えて，実装することが要求されている。 

2  範囲 

2.1  本スタンダードの範囲は SEMI E30 モデルに準拠した SEMI 装置通信スタンダード 2 メッセージ内容

（SECS II）によるホストから見た計測装置の挙動を定義することに限定されている。本文書では SECS II リンクを通

して見える装置の姿を定義する。本スタンダードでは装置の内部オペレーションは定義しない。この種のすべての

装置の挙動に対する共通基盤を示す特定プロセシング状態モデルが含まれる。 

2.2  本文書では MSEM 装置としては，SEMI E30 基本要求事項および本文書で SEMI E30 性能項に記され

ているもの以外の追加性能が実装されていることを前提としている。このスタンダードは SEMI E30 スタンダードの

要求事項および性能のうち，プロセシング状態モデル，収集イベント，プロセスプログラム管理，リモートコマンド，

データアイテム変数，および座標システムの分野で拡張している。 

注意： このスタンダードはその使用に関連したすべての安全問題を取り扱うことを意図していない。このスタンダ

ードの使用者は，その責任において，適切な安全および健康上実施すべき事柄を確立し，また使用前に法規制

やその他の制限への適用性を判断するものである。 

3  制限 

3.1  本文書の意図は計測装置を自動化された半導体工場に統合するのを容易にすることである。本文書で

は工場のオートメーションコントローラ観点から計測装置のための運用モデルを定義することでこのことを完遂する

。ここでの定義では標準的なホストインターフェイスおよび装置の動作に関する挙動が規定されている。本文書は

特に半導体工場内環境で用いられる計測装置に適用される。この方法論およびテクニックを他の産業に適用する

ことも可能である。 

3.2  材料（例えば，キャリア ID および基板 ID）もしくは材料ロケーション（例えば，キャリアロケーション ID およ

びキャリアスロット ID）を規定する MSEM ジョブパラメータは，200 mm 以下の基板に対する測定装置を意図して

いる。 

4  参照スタンダード 

4.1  SEMI スタンダード 

SEMI E5  SEMI Equipment Communications Standard 2 Message Content (SECS-II) 

SEMI E37.1  High-Speed SECS Message Services Single Selected-Session Mode (HSMS-SS) 

SEMI E58  Automated Reliability, Availability, and Maintainability Standard (ARAMS): Concepts, Behavior, 
and Services 
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SEMI M20 — Practice for Establishing a Wafer Coordinate System 

SEMI M21  Guide for Assigning Addresses to Rectangular Elements in a Cartesian Array 

注意： 別途指示のない場合，引用されたすべての文書は最新の出版バージョンである。 

5  用語 

5.1  略語および頭字語 

5.1.1  GEM，名詞（GEM，n） － 包括的装置モデル（Generic Equipment Model） 

5.1.2   SEM，名詞（SEM，n） － 特定装置モデル（Specific Equipment Model）  

5.1.3   SEM，名詞（SEM，n） － 走査型電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope） 

5.1.4   TCP/IP，名詞（TCP/IP） － 伝達通信プロトコル／インターネットプロトコル（Transmission Communication 
Protocol/ Internet Protocol） 

5.2  定義 

5.2.1  アライメント（alignment），名詞 － 基板上あるいは基板の一部で座標システムが確立させるプロシージャ。 

5.2.2  アライメントマーク（alignment mark），名詞 － アライメントのために選択的に使用される基板上の特徴。 

5.2.3   アライメントサイト（alignment site），名詞 － アライメントのために選択的に使用される基板上の特徴内の

ポイント。 

5.2.4   クリーンアップ（cleanup），名詞 － 現行プロセスプログラムの中止およびすべての材料を装置外へ搬出

し，IDLE 状態へ装置を移行させる特定の活動。 

5.2.5  ファクトリオートメーションコントローラ（factory automation controller），名詞 － ファクトリショップコントロー

ルおよびビジネスシステムと半導体装置を統合するコンピュータシステム。 

5.2.6  特徴（feature），名詞 － 基板のパターン独特の項目，あるいは基板の物理的な特徴（ライン，ポイント，ウ

ェーハ表面など）。 

5.2.7   フィールド（field），名詞 － 基板上に規則的な方法で繰り返される露光。 

5.2.8   グローバルアライメント（global alignment），名詞 － 基板全体の座標システムを確立する手順（アライメン

ト参照）。シリコンウェーハについては，この座標系が MSEM に SEMI M20 座標システムとして定義されている。 

5.2.9   グローバルパターンアライメント（global pattern alignment），名詞 － 基板全面の特徴（フィーチャ）の繰り

返しに関する座標の基準システムを確立する手順。シリコンウェーハについては，MSEM に M20P 座標システムと

して定義されている。  

5.2.10   論理ポート（logical port），名詞 － 同一プロセスプログラムを実行するとコントロールされる一つ以上の物

理的なインプットあるいはインプット／アウトプットポート。 

5.2.11   M20P，形容詞 － MSEM で定義されているグローバル座標システムに使われる名前。シリコンウェーハ

上のパターンに関連して確立する。 

5.2.12  材料（material），名詞 － 1 枚または数枚の基板、1 種以上の基板、ロット，バッチあるいはラン。 

5.2.13  計測装置（metrology equipment），名詞 － すべての装置およびあらかじめ定義した特定の位置について

の情報通知もしくは一貫したデータ構造との基板上の特徴（パターン）または全基板に関する一般的な情報を収

集する。 

5.2.14  ノッチ（notch），名詞 － 基板の端にある切り込みで，それは一般に SEMI M1 標準を厳守し，特定の結晶

面にある。 

5.2.15  パターン（pattern），名詞 － 基板の表面の物理的な特徴。 

5.2.16   プレアライン（pre-align），名詞 －基板の測定プロセス位置に先立って行なわれる任意のアライメント。  
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5.2.17  レジストレーション（registration），名詞 － 基板の異なる複数レイヤー間の配置エラー。 

5.2.18  安全状態（safe state） － 装置が製品あるいはユーザにとって危険でない状態。安全保護連動メカニズム

（安全インターロック）が正しい場所にあるのでオペレータへの危害なしに装置が作動し，処理中の材料は処理ス

テーションからアクセス可能な場所へうつされた，ということを意味する。 

5.2.19  二次アライメント（secondary alignment），名詞 － 基板上の制限されたエリアへの座標系マッピング精度を

高める手順。 

5.2.20   サイト（site），名詞 － 基板上の単一のポイントをアライメントに使用，また測定する為に作られたエリアの

中心。 

6  通信要求事項 

6.1   MSEM 準拠の装置はすべて SEMI E30 の通信状態モデルに従わなければならない。さらに MSEM 準

拠の装置は高速メッセージ伝達サービス（HSMS-SS）通信スタンダードおよび，TCP/IP あるいは RS232 による

SECS II メッセージ送信のための SECS-I スタンダードをサポートしなければならない。ユーザは各設備で上記の

低レベル伝送プロトコルのどちらを使うかを決めることができる。HSMS-SS が要求事項となっているのは，この種の

装置では多量のデータを発生させる可能性があるからである。 

7  状態モデル 

7.1  この章では，ホストによる追跡とか現場のオペレータの代わりにコントロールをするため，要求される装置

運用の状態を記すべき装置独自のプロセス状態モデルとそのほかの状態モデルを定義することである。状態図の

一般的な規則およびその利用法の詳細については SEMI E30 および参照箇所の項を参照のこと。 

7.2  プロセシング状態モデルの要求事項 － プロセシング状態モデルは本文書の次の項に定義されている通

りに実装されなければならない。状態モデルは状態モデル図，状態定義および状態遷移表により構成される。状

態モデルはホストから見た装置の姿を表わしたもので，必ずしも実際の装置オペレーションというわけではない。

MSEM 状態モデルのすべての状態遷移は，これらの要求遷移を満たす実際の装置イベントとして該当するものに

順次マップされるべきである。実装によっては，装置が装置がある状態へ遷移すると，もう 1 つの状態へ遷移する

ための MSEM 状態モデルによる要件を満たしていることもあるかもしれない。この場合，装置はそれ以上のアクシ

ョンなしに要求された遷移を行う。 

7.3  装置によっては追加したい状態が必要になるかもしれない。状態を追加することは可能であるが，MSEM
状態遷移の定義を変更してはならない。MSEM 状態間の考えられるすべての遷移は起こらなければならない。 
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図 1 
包括的 MSEM プロセシング状態モデル図 
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図 2  
プロセシング状態モデルの Working 状態 
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7.4  プロセシング状態モデル図 

7.4.1  プロセシング状態モデルの Working 状態 

7.4.2  プロセシング状態モデルの Working 下位状態 － この下位状態モデルはすべての計測装置に必ずしも

実装する必要はないが，この装置が現場において複数の計測を行う能力がある場合や，ユーザに対して生のスキ

ャンデータを提供する場合は，どのように実装するかを示す。 
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30 31

34

 
 

図 3 
プロセシング状態モデルの Working 下位状態 

 

7.5  プロセシング状態定義 

7.5.1  ABORTED － すべての活動が ABORT コマンドの結果，中断する。この状態から出るにはあらゆるアラー

ムおよびアボート条件を解除しなければならない。装置を ABORTED 状態から IDLE 状態へ遷移させるためには

オペレータあるいはホストは CLEANUP コマンドを使える。 

7.5.2  ABORTING（PROCESSING ACTIVE 下位状態） － 装置が ABORT コマンドを受信していて，すべての通

常の活動は一時停止となっている。装置は可能なら自分と材料を｢安全状態｣にするための適切なアクションをとる。

データは無効であるか，あるいは使えないかもしれない。 

7.5.3  ALARM PAUSED（PAUSE 下位状態） － Process 状態あるいは Process Pause 状態でアラームが発生して

いて，装置はアラームが解除されるのを待っている。 

7.5.4  ALIGN（WORKING 下位状態） － 装置あるいはオペレータは装置に対する材料のアライメントを実行して

いる。この状態の時，装置は SEMI M20 座標系を再設定あるいは設定し，必要な二次座標系を設定する。 
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7.5.5  CHECKING（PROCESS PAUSE 下位状態） － 装置はプロセスプログラムに対して行われたアップデート

が有効であることを確認する。装置が READY 状態へ遷移する準備ができていない時に SETTING UP で行うのと

よく似たプロシージャである。 

7.5.6  EXECUTING（PROCESS 下位状態） － 装置は自動的に材料を処理しており，外部の干渉なしに続行で

きるが，通常はホストあるいはオペレータとの相互作用がある。 

7.5.7  IDLE － キューに入っているプロセスをチェックするか，あるいはコマンドを待ち受ける。IDLE では

ALARM およびエラー条件がない。この状態へ遷移するとプロセス領域がクリアされる。 

7.5.8  IDLE with ALARMS － IDLE 状態でアラームが発生し，装置はすべてのアラームが解除されるのを待っ

ている。 

7.5.9  INIT － 装置の初期化中。 

7.5.10  LOAD（EXECUTING 下位状態） － 装置は処理が完了したかどうかを判断しているところである。まだ完

了していない場合，基板はステージなどの装置の処理ロケーションへ移動しているところである。LOAD 状態の前

にプリアライメントプロシージャを実行することができる。 

7.5.11  PAUSE（PROCESS ACTIVE 下位状態） － PROCESS は次の機会があったらそこで一時停止する。装置

を｢安全状態｣にするアクションが実行される。装置は RESUME，PP-UPDATE，STOP あるいは ABORT コマンド

を待ち受けているか，アラームの解除を待っている。 

7.5.12  PAUSED（PROCESS PAUSE 下位状態） － PROCESS は一時停止し，装置は RESUME，PP-UPDATE，
STOP あるいは ABORT コマンドを待っている。 

7.5.13  PAUSING（PROCESS PAUSE 下位状態） － PROCESS は停止する機会があったところで一時停止して

おり，装置は｢安全状態｣になっている。 

7.5.14  PROCESS（PROCESSING ACTIVE 下位状態） － この状態はプロセスプログラムの準備および実行がア

クティブであることを示す下位状態の親状態である。 

7.5.15  PROCESSING ACTIVE － この状態はプロセスプログラム実行コンテキストが存在するすべての下位状態

の親状態である。 

7.5.16  PROCESS PAUSE（PAUSE 下位状態） － PAUSE 状態の時，装置にはアラーム条件がない。 

7.5.17  MEASUREMENT COMPLETE（MEASURING 下位状態） － 装置はアライメントロケーションに関連したデ

ータの収集を完了した。 

7.5.18  MEASURING（WORKING 下位状態） － 装置はアライメントとアライメントの間にあるアクションを実行中で

ある。 

7.5.19  READY（PROCESS 下位状態） － 装置は処理を開始する準備が整い，オペレータあるいはホストからの

START コマンドを待っている。AUTOSTART がある場合，装置はすぐに処理を開始する。 

7.5.20  SAMPLE COMPLETE（TAKE MEASUREMENT 下位状態） －装置はこの位置でもっとサンプルを取る必

要があるかどうかを決める。 

7.5.21   SETTING UP（PROCESS 下位状態） －材料の処理を開始するための外的条件を満たせるよう，装置の

セットアップ中である。プロセスプログラム，処理する材料およびその確認を受け取ることなどが含まれる。処理中

にホストから追加情報がくるかもしれない。 

7.5.22   STOPPING（PROCESSING ACTIVE 下位状態） － 装置はプロセスプログラムを完了し，処理を停止する

よう指示され，次に止まる機会があれば素直に停止する。材料，データ，コントロールシステムなどに関して必要な

クリーンアップはすべてこの状態の時に完了する。通常，データは保存される。アラームあるいはエラー条件はこ

の状態から出る前に解除される。 

7.5.23  TAKE MEASUREMENT（MEASURING 下位状態） － 装置はアライメントロケーションに関連したデータ

（例，サイト，領域，基板）の収集中である。 
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7.5.24  TAKE SAMPLE（TAKE MEASUREMENT 下位状態） － 装置は一つの構造体あるいは一つのサンプルか

らのデータを収集する。 

7.5.25  UNLOAD（EXECUTING 下位状態） － 基板が処理ロケーションから移動させられている。 

7.5.26  WORKING（EXECUTING 下位状態） － 装置は特定の材料を処理中である。 

7.5.27  プロセシング状態遷移表 

表 1  プロセシング状態遷移表 

遷移 #  現在の状態 トリガー 新しい状態 アクション コメント 

1 INIT 
 

装置初期化はアラームもエ

ラーもなしにすべて完了し

た。 

IDLE なし INIT の間にアラームあ

るいはエラーが発生した

ら，装置はこの状態にと

どまる。 
2 IDLE プロセスがキューに入って

いる，あるいはコマンドを受

信する。 

SETTING UP セットアッププロシージ

ャは装置によって異な

る。 

セットアップの確約がな

される。 

3 SETTING UP セットアップ活動はすべて

完了し，装置は START コ

マンドを受信する用意が整

っている。 

READY 装置は START コマン

ドを待っている。スター

トはオペレータによって

開始されるかもしれな

い。 

選択したプロセスプログ

ラムを実行用に使用で

きる。 

4 READY 装置は START コマンドを

受信する。 
LOAD 装置は処理が完了した

かどうかを決定する。ま

だなら次の基板を処理

ロケーションへ搬送す

る。 

LOAD は EXECUTING 
の下位状態の一つ。 

5 EXECUTING 処理は完了している。 STOPPING なし 装置独自。サプライヤは

完了に関して LOAD か

UNLOAD かを選ばなけ

ればならない。 
6 PROCESS 装置は STOP コマンドを受

信した。 
STOPPING 装置は材料をアンロー

ドし，装置をきれいで安

全状態にする。 

通常，データは保存さ

れ有効である 

7 PROCESS 装置は ABORT コマンドを

受信した。 
ABORTING 必要なら装置は｢安全

状態｣になる。 
データは無効，あるいは

使用できないかもしれな

い 
8 PROCESS アラームが発生する。 ALARM 

PAUSED 
PROCESS 活動は一時

停止し，装置はアラー

ムが解除されるのを待

っている。 

ALARM PAUSED は
PAUSE の下位状態の

一つ。 
 

9 PROCESS 装置は PAUSE コマンドを

受信した。 
PAUSING PROCESS は次に止ま

れる機会があったらそこ

で一時停止する。装置

を｢安全状態｣にするア

クションが実行される。 

PAUSING は PAUSE の

下位状態の一つ。 
 
 

10 PROCESS 
PAUSED 

装置は RESUME コマンド

を受信した。 
前の PROCESS 
状態 

一時停止している下位

状態のままでいる。 
PAUSED は PROCESS 
PAUSE の下位状態の

一つ。 
11 CHECKING 装置は実行中のプロセス

プログラムへのアップデー

トの確認を完了した。

PP_UPDATE を含む。 

前の PROCESS 
状態 

状態とアップデートされ

たプロセスプログラムの

変更に該当するアクシ

ョン。 

なし 

Full document details: SEMI E30.5-0302-0308R (Japanese)

http://www.avadocuments.com/doc/semi-e30-5-0302-0308r-japanese
http://www.avadocuments.com/doc/semi-e30-5-0302-0308r-japanese


 

 9 E30.5-0302 (Reapproved 0308) 
 

遷移 #  現在の状態 トリガー 新しい状態 アクション コメント 

12 STOPPING 装置のクリーンアップが完

了し，装置はアラームがな

い状態である。 

IDLE なし なし 

13 PAUSE 装置は STOP コマンドを受

信した。 
STOPPING 装置はクリーンアップを

続ける。 
通常，データは保存さ

れ有効である。 
14 PAUSE 装置は ABORT コマンドを

受信した。 
ABORTING 可能なら，安全でない

状況を解決する。 
データは無効，あるいは

使用できないかもしれな

い。 
15 STOPPING 装置は ABORT コマンドを

受信した。 
ABORTING 可能なら，安全でない

状況を解決する。 
データは無効，あるいは

使用できないかもしれな

い。 
16 ABORTING 可能な場合，安全でない

状況が解決された。 
ABORTED 装置はアラームと

ABORT が解除される

のを待っている。 

許可される唯一の状態

変化は IDLE へのもの

である。 
17 ABORTED アラームおよびアボートは

すべて解除された。 
IDLE なし 必要なら CLEANUP コ

マンドがアボート状況を

解除する。IDLE は「き

れい」な状態である。 
18 IDLE アラームがセットされてい

る。 
IDLE w/ 
ALARMS 

装置はすべてのアラー

ムが解除されるのを待

つ。 

なし 

19 IDLE w/ 
ALARMS 

アラームがすべて解除され

た。 
IDLE なし IDLE はアラームがない

状態である。 
20 PAUSING 装置は｢安全状態｣になっ

た。 
PAUSED 装置はコマンドを待っ

ている （RESUME，
STOP あるいは

ABORT）。 

なし 

21 PROCESS 
PAUSE 

アラームがセットされてい

る。 
ALARM 
PAUSED 

装置はアラームが解除

されるのを，あるいは

STOP あるいは

ABORT コマンドを待っ

ている。 

なし 

22 ALARM 
PAUSED 

アラームが全部解除されて

いる。 
PAUSED 装置はコマンドを待っ

ている （RESUME, 
PP_UPDATE, STOP あ
るいは ABORT）。 

なし 

23 LOAD 処理ロケーションへの材料

の搬送は完了し，グローバ

ルアライメントが完了した。 

WORKING 基板の処理中である。 なし 

24 WORKING 処理中の材料の処理が正

常に終了した。 
UNLOAD 材料は処理ロケーショ

ンから搬送される。 
基板の｢正常｣完了。 

25 UNLOAD 材料のアンロードが完了す

る。 
LOAD 装置は処理が完了した

かどうかをチェックし，ま

だなら，次の基板を処

理ロケーションへ搬送

する。 

なし 

26 WORKING 処理中の材料の処理が異

常に終了した。 
UNLOAD 材料は処理ロケーショ

ンから搬送される。 
WORKINGからの異常

遷移あるいは Next 
Material コマンド受信。 

27 ALIGN マテリアルアライメントが完

了する。 
MEASURING 装置はサイトがもっと必

要かどうかを決める。 
なし 
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遷移 #  現在の状態 トリガー 新しい状態 アクション コメント 

28 TAKE 
MEASURE-
MENT 

カレント位置あるいはアライ

メントロケーションに関する

データ収集はすべて完了

した。 

MEASURE-
MENT 
COMPLETE 

装置は測定ポイントがも

っと必要かどうかを決め

る。 

更にアライメントが必要

かどうか，あるいはアン

ロードが必要かどうかを

決める。 
29 MEASURE-

MENT 
COMPLETE 

測定ポイントがもっと必要

である。 
ALIGN 装置は移動し，新しい

データ収集位置のアラ

イメントを行う。 

なし 

30 TAKE SAMPLE スキャンあるいは構造体か

らのデータ収集。 
SAMPLE 
COMPLETE 

サンプルがもっと必要

かどうかを決める。 
なし 

31 SAMPLE 
COMPLETE 

サンプルがもっと必要であ

る。 
TAKE SAMPLE 次のスキャンあるいは

構造体データの収集を

開始する。 

なし 

32 CHECKING プロセスプログラム変更の

確認が失敗あるいはキャン

セルされる。PP_UPDATE
を含む。 

PAUSED 装置は新しい PP-
UPDATE あるいは

RESUME コマンドを待

っている。 

プロセスプログラムは

PP-UPDATE の前にい

た状況へ戻る。 

33 PAUSED 装置は PP-UPDATE コマ

ンドを受信する。 
CHECKING 装置は実行されるプロ

セスプログラムに加えら

れた変化の確認を開始

する。 

なし 

34 TAKE 
MEASURE-
MENT 

アライメントロケーションで

はもう一回計測が必要であ

る。 

TAKE 
MEASURE-
MENT 

装置は計測を実行す

る。 
なし 

35 MEASURING 計測中にエラーあるいは

失敗が発生し，新たなアラ

イメントが必要である。 

ALIGN 装置は移動し，新しい

データ収集位置にアラ

イメントを行う。 

なし 

36 ALIGN 計測中にエラーあるいは

失敗が発生し，新たなアラ

イメントが必要である。 

ALIGN 装置は移動し，新しい

データ収集位置にアラ

イメントを行う。 

なし 

37 ASSIST 実行中に故障が発生し，

続行には外部の援助を必

要とした。 

PROCESS 
PAUSE 

実行はストップし，装置

は再開コマンドを待つ。 
再開コマンドを必ず発

行しなければならない。 

38 LOAD 以前の PROCESS-BLD-
GROUP プログラムは完了

し，追加プロセスプログラム

が“CARRIERBLD”に割り

当てられている。12 項参

照。 

SETTING UP 装置は次のプロセスプ

ログラムの仕様に従っ

てセットアップを実行す

る。 

PROCESS-BLD-
GROUP の本体には

AUTOSTART コマンド

が入っているかもしれな

い。そうでない場合，装

置は START コマンドを

待つ。 
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表 2  プロセシング状態イベントおよび関連レポート 

CENAME 遷移前の状態 遷移後の状態 必須 DVVAL あるいはレポート 

END of RUN STOPPING IDLE RUN 完了レポートが入手可能。 
CARRIERBLD コマンドパラメータ内の PROCESS-BLD-
GROUP コマンドパラメータで指定されたジョブがすべて完了す

る。 
END of JOB LOAD SETTING UP JOB 完了レポートが入手可能。 

一つの材料に複数のジョブを指定する CARRIERBLD コマンド

パラメータ内の PROCESS-BLD-GROUP コマンドパラメータで指

定されたジョブが完了する。 
END of SUBSTRATE UNLOAD LOAD SUBSTRATE 完了レポートが入手可能。 
END of SITE TAKE MEASURE MEASURE 

COMPLETE 
SITE 完了レポートが入手可能。サンプリングをサポートしている

場合のみ必須。 
END of SAMPLE TAKE SAMPLE SAMPLE 

COMPLETE 
SAMPLE 完了レポートが入手可能。装置が個々のサイトで計測

を行う場合のみ必須。 
 

8  収集イベントリスト 

8.1  本項の目的は計測装置に関するデータ収集イベントを特定し，レポートレベルを定義することである。 

8.2  要求事項 － 本項で必須とされるのは，状態の変化に関連していない収集イベント，SEM で定義されて

いる特定の DVVAL あるいはレポートを必要とする収集イベントのみである。この SEM では SEMI E30 必須イベ

ントはすべて必須である。 

8.2.1  共通収集イベント － ここで扱っているクラスの装置すべてに共通かつ必須の収集イベント。 

8.2.2  コンフィグレーション独自の収集イベント － ここで扱っている装置クラスの特定のコンフィグレーションに

関連した収集イベント。 

8.3  収集イベント表 － 最初の表にはプロセシング状態イベント遷移およびそれに関連レポートを記載してい

る。二番目の表には追加イベントあるいは追加アクションおよびそれに関連レポートを記載している｡ 

8.3.1  ホストへ応答（S2F42）する以前に，装置で実行されていないすべてのリモートコマンド（S2F41）はタスクが

完了したときにそれが成功したかどうかを示すイベントを生成しなければならない。 

表 3  追加必須収集イベント 

アクションあるいは完了したイベント 必須 DVVAL あるいはレポート 

リモートコマンド MAP-CASSETTE は成功して完了。 SlotList 

オペレータが装置コントロールパネルのボタンを押す。 OperatorAction 
 

9  データアイテム変数 

9.1  本項の目的は特定の装置に関連したデータアイテム変数のリストを定義することである。ホストは収集イベ

ントレポートおよびホストステータス問い合わせを使って変数の値を知ることができる。 

9.2  要求事項 － 計測装置では SEMI E30 に定義されている包括的変数データアイテムはすべて必須である。

データアイテム変数は下記のように分類される： 

9.2.1  共通変数（CV） － ここで扱われているクラスの装置すべてに共通した変数。これは表 4 に載っており，計

測ツールタイプに関係なく使わなければならない変数である。 

9.2.2  コンフィグレーション独自の変数（CSV） － 上記の装置クラスの特定のコンフィグレーションに関連した変

数。 

Full document details: SEMI E30.5-0302-0308R (Japanese)

http://www.avadocuments.com/doc/semi-e30-5-0302-0308r-japanese
http://www.avadocuments.com/doc/semi-e30-5-0302-0308r-japanese

